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heimliche Helden. das genie alltäglicher dinge
Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl alltäglicher Industrieprodukte, in denen von anonymen
Gestaltern auf vorbildliche Weise eines der Leitmotive der Moderne umgesetzt wurde: maxi­maler

Nutzen bei minimalem Material-)Aufwand. Ob Dübel, Teebeutel oder Reissverschluss – es sind
Klassiker, die meist auf eine ebenso einfache wie geniale Idee zurückgehen und die seit Jahrzehnten

im Kern unverändert geblieben sind.

Datum: 20.8.–19.9.2010
Ort: Vitra Design Museum, Weil am Rhein D)

Infos: www.design-museum.de

Foto: Andreas Sütterlin

Anlass detailsI nfos/A nmeldung

TAGUNG

«Scientific Forum 2010:
Von Nylon zu Nanomaterialien –
Die Zukunft der Polymere»

Zu den bekanntesten Polymeren zählen die
Kunststoffe. Zwei Tage sind den Wissenschaft-lern,

ein Tag ist den Studierenden und einer
den Schülern gewidmet

21.–24.9.2010
Messe Basel, Halle 1, Saal Luzern
Infos und Programm: www.scg.ch

TAGUNG

«Kinder und ihre Lebensräume»

Kindern und Jugendlichen mangelt es an Nischen
für eine kindgerechte Freizeitgestaltung. Die Paul
Schiller Stiftung hat sich auf die Suche nach
innovativen und zukunftsweisenden Modellen begeben.

Die Tagung setzt sich mit den besten «

Lebensraumprojekten» für Kinder auseinander

24.9.2010 | 9.15–17 h

Naturama, Aarau
Infos und Anmeldung bis 3.9.):
www.naturama.ch/pss_tagung_kinderraeume.cfm

PodiuMSGESPRÄCH MIT FrÜhstück

«Wissen am Morgen – Komfort und
Energieeinsparung ohne Widerspruch»

Architekt Andreas Ramseier zeigt mit Herstellern

aus der Gebäudetechnik, wie Energie
effizient genutzt und der Raumkomfort erhöht
werden können

3.9.2010, Zürich | 1.10.2010, Luzern |
12.11.2010, Bern | jeweils 8–9.30h
Infos & Anmeldung:

www.wissen-am-morgen.ch

TAGUNG

«Tag der Berufsgruppe Architektur –
Baukultur: Schweiz und Europa»

Hochkarätige Referenten diskutieren den
Stellenwert der Baukultur in der Schweiz und in
Frankreich, den Niederlanden und Österreich

3.9.2010
Cinématte, Bern
Infos & Anmeldung bis 20.8.): form@sia.ch
DerAnlass findet in Deutsch, Französisch und
Englisch ohne Übersetzung) statt.

archi 5/2010
3.9.10

La densità
Percepita
Rivista svizzera di
archittetura, ingegneria
e urbanistica
Via Cantonale 15
6900 Lugano
Tel. 091 921 44 55
www.rivista-archi.ch

TRAC ÉS.13-14/2010
21.7.10

Anthropologie
urbaine
Bulletin technique
de la Suisse romande
Rue de Bassenges 4
1024 Ecublens
Tél. 021 693 20 98
Fax 021 693 20 84
fdc@revue-traces.ch
www.revue-traces.ch

TEC21 35/2010
27.8.10

Transformation
Auf Zahnstochern
Dominik Weiss, Tomaž Ulaga
Netzwerk
Rahel Hartmann Schweizer
Handwerk und Magie
Hansjörg Gadient
Hinter dem Paravent
Maren Harnack


	...

